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中 国 最 具 成 长 力 创 新 企 业 巡 礼

去年下半年以来，只要是国内LED产业的盛会，就总
会有晶科电子“星光闪耀”产品的隆重亮相；各种创新评奖
榜单中，也频现晶科电子的身影。比如，2011年度中国最
具成长力创新型企业、2011年度中国半导体照明行业优
秀企业等。同时，国家和广东省多个重量级的创新课题和
产业标准起草也有晶科电子的参与。
作为入选国家中组部“千人计划”的企业总裁，肖国伟

比过去更忙了。4月14日至20日，肖国伟随同国家科技
部访问团去欧洲考察。期间，晶科电子作为惟一一家中国
大陆LED企业，与飞利浦照明、荷兰政府和中国政府签署
了一个为期4年的LED照明战略合作协议，共同致力于
新型LED光源模块的开发，力争抢占产业发展制高点。6
月18日至22日，肖国伟作为中国大陆企业代表团团长，
参与两岸LED照明产业合作及交流大会并作专题演讲。
正所谓，十年麿一剑。十年的时间，自主研发、填补国

内空白的“晶科芯”已颇具核心竞争力；十年的时间，晶科
电子已磨炼成集技术与战略于一体的现代高科技企业。
“今年3月起，我们仅用了10天的时间就完成了首期

35000平方米产业基地的搬迁，同时恢复了生产。”肖国伟
说，同时，晶科电子还与香港科技大学签订了产学研联合
实验室合作协议，引入香港科技大学先进的专利技术，极
大增强了科研实力。根据规划，未来3至5年，晶科电子
将坚持走技术领先和专业化发展的道路，积极整合人才、
技术、市场和产业资源，专注从事大功率高亮度LED集成
芯片和模组光源、芯片级光源的生产和制造，年产值将达
25亿元。“通过技术创新和扩大产业规模，晶科电子要成
为LED照明领域中LED器件和光源的龙头企业以及优
秀的供应商，这就是我们的目标。”肖国伟说。
肖国伟告诉记者，如今，LED产业技术发展速度更

快、产品更新周期更短、市场要求也更加严苛。“作为中上
游芯片制造商，晶科电子要有持续的研发能力以及前瞻性
的技术战略，才能使自己立于不败之地。”
据了解，晶科电子现在每3至5个月就会推出一个新

产品，在应对市场变化中提前2至3年，通过产学研的合
作做研发，保障企业当下和未来的发展。
晶科电子，正走在我国LED产业发展最前端！

晶科电子究竟依靠什么才能长久地走
在我国LED产业发展的最前端？带着这个
问题，记者采访了晶科电子（广州）有限
公司总经理肖国伟。
记者：目前，基于产业成熟度，我国

LED产品的整体价格虽然有所降低，但市

场认为尚未到位，这将是制约LED照明应

用的一大障碍。对此，您有何看法？

肖国伟：的确，从去年到现在，LED产
品的价格出现了大幅下降。以芯片为例，
LED芯片的价格已经下跌了40%至60%。
但从目前的制造成本来讲，却还不能满足
LED照明产品的要求。那么，如何进一步
降低成本，使得LED在照明中获得应用？
我认为，上下游产业技术的融合显得尤为重
要。企业需要依靠核心技术在生产制造中
减少某些环节，降低原材料消耗，进一步降
低价格，从根本上提升产品的竞争力。而晶
科电子正是遵循这样一个技术路线，先后推
出了“星辉闪耀”易系列无金线产品，通过芯
片技术和晶圆级的封装技术，实现了晶科电
子在行业中率先提出的芯片级光源这样一
个概念。所谓芯片级光源，就是在芯片的制
造过程中，简化甚至消除传统封装所要完成
的工艺步骤，以减少生产环节，降低生产过

程中的原材料损耗，实现上下游产业技术的
整合，这也是一个企业核心竞争力的体现。
记者：我们看到，LED在照明领域的应

用比例越来越高。有专业人士认为，LED

产业迎来了发展的春天。在您看来，发展机

遇在哪？企业要如何适应这一发展趋势？

肖国伟：政府的强力推动，加上产业的
成熟发展，使得 LED 的应用推广大大提
速。也就是说，现在的问题不在于LED会
不会在照明领域中应用，而在于未来该怎么
用、如何用？目前发展的瓶颈在哪里？这些
问题值得业内人士去思考，也需要上中下游
产业之间的配合。同时，还需要政府在这方
面加以正确引导，出台相关的产业政策，使

其在良性、科学的轨道上发展。
我认为，现代科技产业，特别是战略性

新兴产业，它的发展要遵循自身科技发展的
规律以及产业技术发展的规律。作为企业，
我们只能去遵循这种规律，去寻找企业自身
的技术发展路线和突破口、寻找市场发展路
线和突破口，这样才有可能获得长期、持续
的竞争力。未来LED产业的发展，会有越
来越多跨行业、跨学科的技术与LED技术
相结合，同时，制造环节也会更加集中、成本
会相应下降、产品的生命周期会更短。这些
问题在未来的 2至 3年中，会迅速得到体
现。在我看来，到目前为止，LED在照明领
域中的优势还没有完全发挥出来。另外，

LED照明产品未来会更多地向智能化、数
字化、信息化方向发展。
记者：在这样的大背景下，未来晶科电

子的发展方向在哪里？。

肖国伟：一直以来，晶科电子对自身的产
业定位和市场定位是比较清晰的。我们希望
能够成为LED芯片、器件、光源和模组的专业
供应商和代工厂。晶科电子未来希望能和下
游LED灯具制造厂商、LED灯泡制造企业合
作，做LED产业中的“Foundry”，为下游的
灯具制造厂商、灯泡制造厂商提供定制化的
LED器件、集成芯片和模组光源、光引擎产
品，提供OEM和ODM的服务，这种商业模
式是我们的专业和强项。相应地，照明端会
有一个越来越广阔的应用市场，相信许多照
明企业和用户，会看到更多的商机，也需要
他们花费更多的精力去研发和开拓这个市
场。而晶科电子就是要解除这些客户对于
“上游”LED芯片、器件、光源和光引擎的担
忧，为终端提供更有竞争力的服务和产品。
这里所指的上游，已经不同于传统的LED
产业，它包含了外延、芯片、封装、光引擎环
节，换言之，是一个LED器件、模组以及组
件的概念，晶科电子在未来一年都会朝着这
个方向去开拓。

芯片倒装焊技术是晶科电子的核心技术之一，
与正装芯片相比,倒装焊芯片具有较好的散热功能；
同时，晶科电子也有与倒装焊适应的外延设计、芯片
工艺、芯片图形设计。芯片产品具有低电压、高亮
度、高可靠性、高饱和电流密度等优点，能在倒装焊
的衬底上集成保护电路,对芯片可靠性及性能有明
显帮助。与正装和垂直结构相比，使用倒装焊方
式更易于实现超大功率芯片级模组、多种功能集成
的芯片光源技术，在LED芯片模组良率及性能方面
有较大的优势。

近年来，我国LED产业以年均20%以上的速度迅猛发展，2011年，产值

已达1560亿元，成为全球LED产业增长的重要一极。但是，“上游外延芯片

薄弱、下游应用产品产值比例大”的状况仍未改变。在当前LED上游专利技

术大部分被国外企业控制的情况下，自主创新无疑是我国LED产业突破重

围的惟一出路。而晶科电子（广州）有限公司的出现，为我国LED产业“中国

式”道路提供了一个突围样本。

作为全球规模最大、极具行业影响力的照明展览会
——第17届广州国际照明展览会于6月9日在广州琶洲国
际会展中心拉开帷幕。下午3点，记者来到B区10·2专业
照明品牌展馆采访，“用‘芯’照亮你 世界更精彩”——晶
科电子（APT）的特装展位显得异常炫目。作为LED照明
器件解决方案商，晶科电子的“易”系列光源产品备受关
注。在“易星”、“易辉”、“易闪”、“易耀”展品前，客商们都要
伸手按一下小开关，体验一番；在展台的二楼洽谈区，业务
人员更是应接不暇，近百平方米的展位已略显拥挤。“晶科
电子现在已成为众多企业的选择，我们公司也与他们建立
了业务往来。”一位客商告诉记者。
“我们在大功率LED芯片上，把技术延伸到器件和光源
产品线当中，可靠性得到了提高，散热方面也会更好。”晶科
电子应用开发总监陈海英向记者介绍着新产品的技术特长。
据了解，“易系列”产品是晶科电子今年的主打产品，主

要是从3W的单芯片至5W、10W、20W的模组产品，包括
易星系列、易辉系列、易闪系列和易耀系列，整体连贯起来
名为“星辉闪耀”。“我们整个易系列产品均可实现无金线封
装，通过芯片技术、晶片和封装技术，使得整个产品生产环
节更加简单，性能更加稳定，光效也更高。这也是我们在国
际上处于相对领先的封装产品。”陈海英说。
据了解，这一系列产品是基于晶科电子的具有自主知

识产权的核心专利技术——倒装共晶焊技术，实现了单芯
片及多芯片模组的无金线、无固晶胶封装，具有高亮度、高
光效、高可靠性、低热阻等特点，能够满足各类照明需求。
“性价比高是易系列产品的最大优势。与进口国外产
品相比，在同等质量的前提下，价格可低20%至30%。”陈
海英告诉记者，“第二个优势是可靠性更高。因为光源和器
件产品里面不需要传统的固晶环节和打线环节，使得整个
器件和光源产品可以通过的大电流更高，整个光电的性能
更加稳定。”

近10年来，我国LED产业发展迅猛，2011年实现产
值1560亿元。但是，产值的繁荣难掩持续发展的窘境：主
要产值集中在低端应用上，附加值高、技术含量高的上游
核心技术仍然被日本、美国所垄断；国产外延芯片等上游
产品产值仅占4%，采用倒装共晶焊技术的LED产品则更
是一片空白。晶科电子就是要填补这个空白，力争为
LED中国“芯”的“智造”作出自己的贡献。
晶科电子是香港微晶先进光电科技有限公司与大陆

投资伙伴于2006年在广州南沙科技园成立的一家合资企
业。与珠三角密集的下游封装企业不同，晶科电子从一开
始就从中上游环节切入、要做LED的中国“芯”。
为什么信心十足？因为晶科电子有技术，公司总经理

肖国伟领军的团队已经拥有多项核心专利技术；更因为晶
科电子有人才保证，他们拥有由两岸三地强大的学术资源
和高效机制所形成的联合攻关能力。
肖国伟于2002年在香港科技大学获得了电机及电子

工程博士学位并留校任教，其研究方向就是大功率倒装焊
接技术。“其实，倒装焊接技术在集成电路里已经是一项普
遍采用的技术。”陈海英告诉记者，“只是肖国伟与他团队
率先将其运用到了LED产业中。”2003年2月，肖国伟和
香港科技大学的几位教授一起在香港注册成立了微晶先

进光电科技有限公司；2004年6月，他们完成大功率LED
样品、倒装焊、RFID封装等系列技术开发；2005年3月，
完成倒装蓝光LED芯片及模组的研发。
依托两岸三地搭建起来的强大的资金、技术平台和高

效运行机制，依托由多名博士、硕士为主体组成的技术运
营团队，晶科电子逐步掌握了LED产业具有国际领先水
平的核心技术。2010年，晶科电子具有自主知识产权的
大功率LED芯片批量化产品，已经突破130流明/瓦，填
补了国内大功率、高亮度、倒装焊LED芯片的空白。其
中，大功率高亮度倒装焊LED芯片制造技术、基于8英寸
硅集成电路技术的大功率LED芯片级光源技术、无金线
封装的晶片级白光大功率LED光源技术以及超大功率
LED模组光源及白光封装技术都处于国际领先水平。
从2010年底开始，晶科开始将倒装芯片相关的核心

技术，延伸为芯片级光源技术，在原有的芯片产品基础上，
开发出晶圆级封装技术，并结合具有自主知识产权的芯片
技术，建成了基于芯片级光源技术的“易系列”产品量产平
台。2011年，易系列的“星辉闪耀”甫一上市，便备受各方
瞩目，仅当年，就实现销售额超过1亿元。一颗颗高亮度、
高可靠率但价格实惠的“晶科芯”随着国内LED下游生产
线而走向照明和电视背光等应用领域。

“易”系列产品受瞩目

创新上游服务下游赢得未来
——访晶科电子（广州）有限公司总经理肖国伟

本报记者 庞彩霞

整合资源“智造”中国“芯”

“晶科”之路越走越宽广

本版编辑 牛 瑾

亮 点 展 示

倒装焊接技术

无金线封装

传统封装结构需要通过金线实现电性连接，因
为金线较细、耐大电流冲击能力较差，且仅能承受
10克左右的作用力，一旦受到冷热冲击，极易由于
各种封装材料的热失配而导致断裂，从而引起LED
失效。同时，银胶含环氧树脂长期环境稳定性较差、
热阻较高，在LED长时间点亮过程中粘接力也会逐
渐变差，易导致LED寿命的缩短。而无金线封装采
用的是共晶焊接技术，摆脱了银胶以及金线的束缚，
可以经受更大电流的冲击，承受2000克以上的作
用力，且稳定性好、热阻低、可实现超薄封装。
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晶科电子知难行易勇争先晶科电子知难行易勇争先
本报记者 庞彩霞 李彦臻

第17届广州国际照明展览会上，晶科电子的展位受到

广泛关注。 本报记者 李彦臻摄

图为晶科电子（广州）有限公司的生产车间。 本报记者 庞彩霞摄

■ 企业需要依靠核心技术在生产制造中减少某些环节，降低

原材料消耗，进一步降低价格，从根本上提升产品的竞争力。而晶

科电子正是遵循这样一个技术路线，实现了“芯片级光源”的概念。

■ 未来，晶科电子希望能和下游LED灯具制造厂商、LED灯泡

制造企业合作，为下游的灯具制造厂商、灯泡制造厂商提供定制化

的LED器件、集成芯片和模组光源、光引擎产品。
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